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im Fokus | innovation made in a

Leuchtendes Beispiel
INNOVATION DES JAHRES 2010. EVG überzeugte mit dem ersten vollautomatisch arbeitenden 
Wafer-Bonding-System für die Serienproduktion von High-Brightness-LEDs die Jury.

bei jeder Innovation steht am Anfang 
die Idee. Und so entstand vor mitt-
lerweile gut zwei Jahren auch in der 
FACTORY-Redaktion die Idee, öster-

reichischen Unternehmen mit ihren innova-
tiven Produkten die Möglichkeit zu geben, 
diese einem breiten Interessentenkreis vor-
zustellen. Die ŒInnovation des Monats• war 
geboren, samt der Wahl zur ŒInnovation des 
Jahres• im Dezember. Dass diese Idee auch 
2010 von vielen Unternehmen willkommen 
zum Anlass genommen wurde, uns ihre Neu-
heiten vorzustellen, hat uns in diesem kon-
junkturell schwierigen Jahr besonders gefreut. 
Und wir sind ein wenig stolz auf uns, dass 
wir mit unserem Jahresthema ŒEnergieef“ -
zienz• punktgenau den Nerv der Branche 
getroffen haben: Viele der Innovationen des 
Monats beschäftigen sich mit dem sparsamen 
Umgang mit Energie und liefern vielverspre-
chende und zum Teil schon erprobte Ansätze.  
ŒSie sind wichtige Signale, auch in anderen 
Industriesparten umzudenken und mit un-
seren begrenzten Ressourcen sorgsam um-

zugehen•, bestätigt auch Innovation-des-
Jahres-Jurorin Hermine Arnold.

Der Gewinner.
Der Einladung des FACTORY an drei Experten, 
an der Wahl der Innovation des Jahres teil-
zunehmen, sind diese gerne gefolgt: Hermi-
ne Arnold, Arnold Consulting, Helge-Gerhard 
Hohensinn, AWS, und Anton Plimon, AIT, 
verweisen ebenfalls auf den hohen Wert der 
Innovationen, die entstanden sind bezie-
hungsweise schon industriell umgesetzt 
wurden. Die Entscheidung der Jury “  el auch 
heuer wieder knapp aus. 

Die Innovation des Jahres 2010 ist das 
erste vollautomatisch arbeitende Wafer-
Bonding-System für die Serienproduktion 
von High-Brightness-LEDs der EV Group. Mit 
dieser Innovation gehen die Oberösterreicher 
voll auf den zukünftig stark wachsenden 
Markt für Leuchtdioden mit hoher Lichtaus-
beute, also High-Brightness (HB)-LEDs, ein. 
Schließlich prognostiziert das US-amerika-
nische Marktforschungsinstitut Strategies 

Unlimited ein Wachstum des HB-LED-Mark-
tes von 8,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 
auf 20,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014. 
Getrieben wird diese Entwicklung haupt-
sächlich durch die ungebrochen starke Nach-
frage nach Hintergrundbeleuchtungen für 
LCD-Displays und anderen Beleuchtungsan-
wendungen. Um diesen wachsenden Bedarf 
befriedigen zu können, müssen HB-LED-
Hersteller ihre Produktionskapazität schnell 
erhöhen und gleichzeitig den Herstellungs-
prozess optimieren. 

Schnell reagiert.
Beides macht automatische Herstellungslö-
sungen notwendig. Hier spielt insbesondere 
auch der Wafer-Bonding-Prozess eine wich-
tige Rolle, mit dem die aktive LED-Schicht 
vom epitaxischen Substrat auf einen Träger-
Wafer übertragen wird, dessen thermische 
Eigenschaften sich besser für HB-LED-Devices 
eignen. Hier verfügt die EV Group (EVG) über 
absolutes Expertenwissen. Ergebnis dieser 
Überlegungen ist der ŒEVG560HBL Wafer 
Bonder• … das industrieweit erste vollauto-
matische Wafer-Bonding-System für die Her-
stellung von HB-LEDs. Besonders anerkannt 
wurde von der Jury die Tatsache, dass es sich 
um eine Produktionsanlage handelt, die Œfür 
industrielle Prozesse mit hoh en Durchsatz-
raten konzipiert ist•, konkretisiert Arnold. Das 
System wurde für das parallele Multi-Substrat-
Bonding ausgelegt und schafft eine Durch-
satzrate von 160 Bonds pro Stunde. Der 
EVG560HBL basiert auf der erfolgreichen 
EVG560-Wafer-Bonder-Serie und wurde durch 
zusätzliche Automationsmerkmale optimiert, 
die dem Wunsch der HB-LED-Hersteller nach 
höherem Durchsatz und einer höheren Pro-
duktionsausbeute entgegenkommen. Arnold 
weiter: ŒDer Kern der Innovation ist Energie-
einsparung. Hier pro“ tieren die Anwender 
von HB-LEDs, die mit dieser Anlage hergestellt 
werden.• Dies lag auch zentral im Interesse 
der EV Group. Paul Lindner, Executive Tecno-
logy Director: ŒDer EVG560HBL ist das Resul-

EVG560HBL Wafer 
Bonder: die ŒInno-
vation des Jahres 
2010•




